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A evolugdo tecnologica da sociedade trouxe diversos desafios a fabricagdo de dispositivos eletronicos. O crescimento do

numero de aparelhos conectados a internet das coisas e a crescente demanda por personalizacdo de produtos, caracteristica

do conceito de industria 4.0, sdo exemplos que colaboram para o acréscimo da complexidade de placas eletronicas. Um dos

aspectos mais importantes da industria de circuitos eletronicos ¢ o controle de qualidade, pois é pré-requisito para bom

funcionamento do produto e esta relacionado a questdes de seguranca e econdmica. Tudo isso tem tornado ineficiente formas

mais tradicionais de detec¢do de falhas que contam com abordagem muito invasivas ao dispositivo a ser testado e em

diversas situa¢des contam com inspegdes realizadas por especialistas humanos o que sujeita o processo a falhas.

Devido a grande importanciaesta area tém sido objeto de amplo estudo e diversas ferramentas e abordagens foram propostas

com o objetivo de identificar,de forma automatica, defeitos de hardware — como vias de circuito aberto, curto-circuito,

componentes ausentes ou danificados - ou software- como estouro de pilha, impasse entre processos. Uma das formas mais

tradicionais utiliza um dispositivo denominado fixture, que consiste emuma cama de “agulhas”dispostas estrategicamente

conforme a distribui¢do de componentes no dispositivo a ser testado [1]. O maior problema dessa abordagem ¢ a pouca

flexibilizac¢do pois quaisquer mudangas no dispositivo eletronico inutilizariam a sua fixturee diferentes dispositivos requerem

diferentes disposi¢Oes das “agulhas’para testa-los.

Com isso novas técnicas, mais modernas e mais flexiveis, surgiram, como em [2] ondeé proposto um método que utiliza

imagens capturadas dos dispositivos que sdo pré-processadas e finalmente repassadas para um algoritmo classificador. Em

[3] vemos a utilizagdo de imagens térmicaspara a identificacdo de defeitos relacionados a soldagem dos componentes da

placa eletronica. Ainda mais recente, em [4] € [5] vemos o uso de autoencodersna deteccdo de defeitos de hardware com base

em dados de sinais do dispositivo, como corrente, tensdo, vibragdo mecanica etc.No ambito dos defeitos de hardware os

modelos propostos nem sempre apresentam resultados satisfatorios, ja no ambito de defeitos de software algumas

abordagens se limitam apenas a predi¢do e ndo a detecgdo de defeitos[6]. Por essas razdeso campo de solucdes para detecgao

de erros em hardwareousoftware ainda ¢ aberto para amplo estudo.

O objetivo desse trabalho é propor melhorias em um sistema de testes inteligentes para a detec¢do de erros que apresente alta
confiabilidade dos resultados, seja adaptavel a versdao da placa testada, ndo invasivo, ou seja, ndo exija conexdo logica com a
placa a ser testada. Esse sistema utiliza uma amostra do sinal de corrente do dispositivo transformada em uma imagem do
espectrogramapara que , com o uso de autoencodersseja identificada alguma anomalia,por comparagao as caracteristicasde um
espectrograma de um circuito sem defeitos.
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